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Relatdrio Descritivo da Patente de Invencliv “SISTEMA DE
CORRECEZD DO FORMATD DAE PONTAB EM LAMINACKXD DE CHAPAS
GROSSAS PROVENIENTES DE PLACAS OBTIDAS POR LINGOTAMENTO
CONT fNUC" .

A invenclo consiste na aplicaclo de um pertil
espacial de sspessura no esbogco de chapa, por ocasifo do
ditimo passe de deformaclio a ser aplicado dentro do
estigio de alargamsento.

Do ponto de wvista geométricos a laminaclo de
chapas @grossas apresentas trés estigios distintos de
execuclio.

Ao se iniciar o referido processo; 0s passes de
deformaclo tém como objetivo bidsico regularizar a
espessura do esboco de chapas que estid sendo laminado,
conformae mostra a figura 1, (1). Neste estigio, o esbogo
de chapa esti sendo laminado no sentido do comprimento da
placa que lhe deu origam.

A seguir,; o0 esboco sofre rotaclo de b.“- figuras 1,
(B). Esse posicionamento do esbogo de chapa fax cob que, a
partir de entfo, o sentido da laminacfo ocorra no sentido
de sua antiga largura. Logos neste estigio que entlo . se
iniciay o© processo de laminaclo nlo sd reduz & espessura
do wesbogo de chapa, como também aumenta sua antigs
largura, Decorra dai o nome desta fase do processol
estigio de alargasanto (3). Ela ¢ executads até que o
esbo¢co de chapa atinja a larpura desejada.

Em seguida,; o esboco de chapa & novamente girado
de 909, retomando sus posi¢lo original quando do infcio do
processo de laminaclioy, ¥igura 4, (3). O esbogo de chapa ¢
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entSo laminado até que se atinjia 3 ewpessura desciads,
(é).

As placas produxidas pelo processo de lingotamento
continuo possuem uma seglo transversal tipice, que se
caracteriza por apresentar maior espessura no centro da
largura da placa do que em suas bordas, conforme mostra a
figurs B.

Fita evidente, a partir deste fatos que ]
distribuiclio de massa ap longo da larguras dessa placa nfp
¢ homopénea, pois hd maior concentraclo de metal em sua
repifio central do que em sua periferia. Au se utilizar o
estado atual da arte da laminacko de chapas grossas; esss
distribuicko nKo-homoglnes de massa faz cos que o formato
das pontas do esbogo de chapa; obtido a0 finmal do
Processo, se apresante ligeiramente arredondado ao
longo da largura, assumindo forma seselhante a um
"lingua”, conforme mostrado na figura 3.

0 produto final do referido processoc slo chapas
grossas; as quais devea spresentar f{ormato rigorosamente
retangular. Elas slo cortadas a partir do esbogo de chapa
obtido apds o final da lasinaclo. Logo, se 0o esboco de
chapa apresents pontas com formato irregular, elas devea
ser previassnte cortadas, uma vex que nlo hi interssse
comercial por elas. Elas sfo transformadas em sucata,
configurando~se um caso de desvio de parte do produto
final acabado. Esse descarte prejudica o rendimento
metdlico do processo, ausentando seu custo. De ¥fato, o

sobremetal relativo a sssas pontas irrepulares tes de ser .

acrescentado 30 se dimensionar o tamanho da placs que dard
origem 80 esbogo de chara final quando submetida a0
processo de laminaclo de chapas grossas.

A presente invenclo consiste em se alterar
a distribuiclko de massa ao longo da largura do esbogo de
chapa no final do estépio de alargamento;, des wsodo a
corrigir os efeitos nocivos decorrentes da seclo
transversal peculiar Aks placas obtidas pelo processo de



lingotamento continuo, minimizsndo ou mesmo eliminando os
desvios de retangularidade observados no esbogo de chapa,
cbtido ao final do processo de laminaclo de chapas
grossas.

0 processo de invencBo aqui descrito pode ser
visto esquesaticamente na figura 4y e & exsecutado da
maneira descrita » seguir. Imsdiatasente apds o final do
estigio de alargamento, & aplicado us passe de deformacio
adicional, durante o qual os parafusos da cadeira de
laninagko se soveam de forma sincronizads com a passapem
do esboco de chapa entre os cilindros de laminaclo. Esse
movimento dos parafusos altera a distfincia entre os
cilindros de l1aminacko simultansasente & execuclo do passe
de deformaclio, s consequantemente modificando a espassura
do esbogo de chapa 30 longo de seu comprimento, (4), Note-
se quae, neste estigio da laminaglo, esse cosprimento
correspondey; na realidade, A largura original do esbogco,
uma vez que ele fol previamente rotacionado de 900.

0 objetivo dessa modificaclo no pertil de
espassura do esbogo de chapa ¢ regularizar a distribuiglo
de massa a0 longo da largura oripinal do esboco de chapa.
fo fPinasl da splicaclo do passe de deformnclo a que se
rafere aeste processo de invenclo, o esbogco de chapa
aprasentard um chanfro simétrico em suas superticies
superior e inferior, com forsato semslhante a um carretel.
Ou seja, ssse chanfro ¢ caracterizado por impor ao esbogo
de chapa espessura asinisas no sepmento central de sua
largura original e, nas repilies peridéricas, . espessura
linearnente crescente no sentido centro-periferia do
esbogo de chapa. A figura 4 mostra esquematicamente o
perfil do chanfro «que & aplicado ao esboco de chapa
stravés deste processo de invenclo. )

Note~se que o formsto do chanfro & definido pela
profundidade no ssgmento central da larguras, figura 4,
(1)s e pela distincia ao longo da qual o chanfro
¢ progressivamente aplicado a partir da borda da chapas



ftigura 4, (B). A definiclo dessas duas dimenstes
determina o0 comprimento da repilo do chanfro aque
spresenta profundidade mixima, ou seja, o sesmento central
da largurs original do esboto de chapa, figpura 4, (3).

As dimensBSes do chanfro a ser asplicado por este
processo de invenclo, definidas no parigrafo anterior, sfo
determinadas, a erincipios pala diferenca entre as
espessuras do esboco de chapa ap término do estipio de
slargamento e ao final de todo processo de laminaclo de
chapas prossas. Ouanto majior for essa diferentas - ou seja,
quanto maior for o grau de deformaclo a ser aplicado ao
esbo¢o de chapa entre o final do estigio de acabamento ¢ o
final de todo o processo de laminacko de chapas grossas -
maior serd o srau de lrr‘inndalnnto observado nas pontas
do esboco de chapa obtido a0 final do processo de
laminagclo de chapas grossas,; utilizando-se o estado atual
da técnica.

Conforme Jji {oi comentado antesriormente, tal
fenbmeno ocorre ea funclo da concentraclfo de massa na
regifo central da largura do esboto de chara ao longo do
processo de laminaclo de chapas grossas. Lopo; a0 se
utilizar este eprocesso de invenclio, quanto maior for o
grau de deformaclo a ser aplicado so esbogo de chapa
entre o final do estipio de alargamento ¢ a obtenglo do
esboco de chapa acabado, waior teri de ser a profundidade
do chanfro - figura 4, (1) - a sar wplicado na regillo
central da largura do esboco ds chapa, pars qua 0 mesEO
apresente pontas -com o msnor grau de arredondamento
possivel, ou seja, esbocos de chapa de forsato com o
maior grau de retansularidade possivel apds o final do
processo de laminaclo de chapas grossas.

Usa vez que a velocidade do parafuso da cadeira de
laminagcfo & constante durante a aplicaclo do chanfro
(igual a £,19 an/s); o aumento de sua profundidade
implica, automaticamente, no aumento da disténcia a partir
da .borda do esbogco de chapa ao longo da qual o chanfro &



progressavamente aplicado, figura 4, (B). Também ocorre
reducio do comprimento do segmento central da largura
original do esboco de chapa, onde a profundidade do
chanfro ¢ mixima, tigura 4, (3).

Para cadas wvalor do grau de deformaclo a ser
aplicado wuo esboco de chapra entre o final do estigio de
alargamento @ o0 final do processt de laminacBo de chapas
grossas, corresponde um valor otimizado de profundidade de
chanfro - {figura 4; (1) - a ser aplicado por este
processo de invenclo. Este valor deverd proporcionar
miximo prau de retangularidade ao formato do esbogo de
chapa obtido ao final do processo de laminaglo de chapas
Qrossas.

Eventualmente; caso o valor desta profundidade de
chantro efativanente aplicado ao esboco de chapa for
inferior a0 wvalor otimizedo, a distribuiclp de massa no
esboco de chapa continuari nfo-homogénea, ou «eja, similar
4 da placa obtida por lingotamento continuo que 1lhe deu
origem. Assim sendo, continuardi havendo concentraclo de
metal na repilio central da larpura original do esboco de
chapa) conseaquenteasnte, 30 tinal do processo de laminaglo
de chapas grossas; as pontas do esboco de chapa acabado
ficarfo arredondadas; ainda que com menor intensidade do
que seria observado caso se aplicasse 0 estado atual da
técnica.

ey pelo contririo, o valor da protfundidade de
chanfro efetivamsnte aplicado por este processo de
invenglo for supearior aquele wvalor otimizado,
distribuicko de @=assa 30 longo da largura original do
ssbogco acabarid por se tornar desfavorivel, mas de outra
maneira. Neste casoy, haveri concentraclo demasiada de
metal nas regiies das bordas do esbogo de chapa, e=m
detrimento de sua regifio central, aoc longo de sua largura.
A lsminagcfo posterior deste esbogo de chapa com tal
distribuicko de massa levard & obtenclSo de um laminado,
cujas pontas apresentarfo foraato similar a um “rabo de
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peixe”s o qual pode ser visto na figura 5. Essa ocorréncis
¢ iguaimente indessjivel, uma vez que tasbém 2 constitui
num desvio de rstangularidade do ssboco de chaps obtido ao
tinal do processo de Jaminaglco de chapas grossas,
implicando no descarte dessas pontas e consequentemente,
na reducko do rendimento metélico dtil do processoc.

Os aspectos » serem levados em conta na definiclo
ds profundidade do chanfro no segmento central da
largura original do ssboco de chapay; a ssr aplicado
através deste processo de invencfo, s¥o wvaridveis de
processo,; tais como: velocidade mixiwa dos parafusos da
cadeira de laminaclo (qua & mantida fixa a B,19 sm/s),
velocidade ainims permissivel de rotaglo dos cilindros de
laminaclo e comprimento (ou largura ariginal) do ssbogo de
chapa apds o estipio de alargamento.

A velocidade mixima dos parafusos da cadeira de
laminacBlo ¢ determinada pela velocidade de resposta
eletromecnica do equipamento utilixado. Por sua vez, a
velocidade minima permissivel de rotaclo dos cilindros de
laminaglo ¢ definida de maneira a nlo provocar a
ocorréncia de tissuras nos referidos cilindros,
decorrentes de seu super-aquecimento em funclo do contato
prolongado entre elas ¢ o ssboco de chapa; que s& encontra
aquecido a temparaturas entre 1000 ¢ 1100°C.

Os testes sfetuados mostraram que, ao se utilizar
cadeiras de laminacko com velocidade siéxima dos paratusos
demasiadamente Ilenta; ou esbogcos com largura final muito
estreita, nlo se consagus splicar um pertil especial de
espessura coa formato de “carretel”; conforas smostrado na
figura 4. Nestas condicBes; o que se obtém ¢ um chanfro
sinétrico em forma de “V”, mostrado na figura &6; cuja
profundidade esventualmente poderdi nfo atingir o wvalor
otimizado que proporcionaria so esboco de chapa final
apresentar formato cos alto srau de retangularidade. Ainda
assimy 0 grau de retangularidade do esboco de chapa obtido
sob esta condiglo desfavorivel, através da aplicaclio
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deste processo de Invencéo. serd melhor do que o obtido
utilizando-se o estado atual da técnica, apesar de nko ser
usa situaclo completamente idmal.

Apds a execuclo do passe de deformaclo que aplics
o pertil especial de espessura (chantro), que ctonstitui
sste processo de invenclo, o processo de laminaglEo de
chapas grossas prossegue de forma convencional; ou seja,
giro de 90° do esboco de chaps ¢ continuaclo do processo
de laminaclo atéd ser atingida a espessura dessjada no
produto final.

A aplicaclo do chanfro no esbogo de chara a que
s¢ refere este processo de invencEko ¢ executada através
de um wmicrocomputador de processo industrial com oito
“hite”,; que controla adequadamante os motores que scionam
os parafusos da cadeira de lamina¢clo. Estes; por sua vez,
determinam a distincia entre os cilindros dp laminacio.
Foram descnvolvidos programas especificos para este
microcomputador calcular ¢ executar corretamente o passe
de deformaclo, que aplics o pertil especial de espassura
a0 longo da largura original do esboco de chapay objeto
deste processo de invenglio.

A seguir serd descrita a sequlincia oreracional
deste processo de invenclo. As dimensBes das placas a
searea processadas, e« das chapas oprossas que serfo
obtidas, slko fornecidas a0 micro-computador de processo
pelo computador de grande porte que controla o fluxo
produtivo, atravis de um sistess de teleprocessamento. Os
valores reais dos dilsetros dos cilindros de laminacKo,
necessiriog para sincronizar adequadamente o movimento do
esboco de chapa com o parafuso da cadeira de 1ssinaclo ao
longo do passe; tamsbém slo fornecidos a0 microcomputador.

A partir dessss dados fornecidos, o
microcomputador calcula o valor dtimo de profundidade do
chanfro a ser aplicado ao esbogo de chapa, por ocasifio do
dlitiso passe do sstisio de alargamento do processo de
laminaclo a quente. 0 fluxoorama da sequiincia 1dgica de



execuclio deste processo de :nvencio é descrito a sepuir:
a) Acionamento da Dbotoeira para stivar o sistem
especifico para aplicaclo deste processo de invenclo}

b} Bloqueio da condic¥o normal de operacko dos motores
do laminador e do parafusp da cadeira (modo automitico)}
t) Seleclo do motor com ajuste fino, acoplamento da
embreages; abertura do freio pneumidtico (modo automitico)s
d) Desbloqueio dos wmotores do laminador e do parafuso da
cadeira (modo automiético)}

e) Acionamento do pedal pelo operador, que ativa os
motores principailss; os quais assumem rotaclo compativel
com as condigles do sistema eletromecinico)

f) Posicionamento do esboto pelo operador nas mesas de
entrada ou saids apds o estdgio de alargamento}

9) Detecclo da entrada do esboco no laminador. A “mordida”
do esbogco pelos cilindros de laminaglo ¢ detectada pelo
sictema especifico, em funclo da ultrapassagem de um valor
minimp de carga de laminaclo pré-definidol

h) Aplicaclo do chanfro (pertil especial de espessura).
0 parafuso desce atéd a espessura dessjada a medida que o
esboco se desloca entre os cilindros do laminador, subjindo
simstricamente a0 longo de sua largura original (modo

automitico)}

i) Rotacko do laminado em 900, retomandoe seu
posicionamento original quando do inicio da laminaclo da
placal

J) Arlicaclo de um passe com baixo grau de deformaclo, no
sentido longitudinal do esbogo de chapas (modo automdtico)}
1) Acionamento da botosira para desativar o sistema
espacifico para aplicaclo deste processo de invencio.
Outro aspecto a ser considerado & o controle sobre
a carga de laminacko que tem de ser feito 30 se aplicar
este processo de invenglo. De fato, o computador
monitora continuamente & carga de laminaglo, enquanto o
parafuso da cadeira de laminacfo se movimenta para aplicar
o chanfro ao esboco de chapa, durante a utilizacKko deste



processo de invenclo. Caso 0 valor miéximo permissivel de
carga da cadeirs de 1aminaclo seja ultrapassado, o
microcomputador de processo interrompe 0 desiocamento
do parafuso da cadeira, de modo a avitar danos a0
equipamento. Esta interrupclo prematura na aplicaclo do
chanfro & levada ea conta pela programaglo do
microcomputador, a «qual garante a obtenclio de um
chanfro simpétrico em rela¢lo & largura original do
esboco, através de um retardamento correspondente no
levantamento do parafuso da cadeira; durante a fase final
de aplicackio do chanfro.

Foram efetuados testes com o processo de invenclo
ora descrito com o objetivo de determinar os melhores
parimetros de processo a serem aplicados; maximizando-se o
indice de retangularidade relativo ao esboco de laminacko
ey consequentemente, reduzindo-se as pardas por descarte
de suas pontas, otimizando o rendimento metilico do
processa. Com este objetivo, foram colestados dados reais
scbre os parimetros aplicados ac processo de invengio e
sobre o desespenho observado no esbo¢co de chapa final. Os
testes {oram realizados variando-se a esPessura & largurs
original do esboco de chapa, bem como a profundidade do
chanfro aplicado por este processo de invenclo.

Nestes testes, os esbocos de chapa submetidos 2a
este processo de invancBo tiveram medidos seu comprimento
total, figura 3, (1), <(ou saja, o comprimento miximo do
esboco imediatamente apds sua laminaglo) ¢ seu
comprimento dtil,; figura 3, (2), (ou sejms, 0 comprimento
do esbogo apds o corte de suas pontas com formato
irregular, ocbjetivando-se obter um laminado perfeitamente
retangular e com © wsaior cowprimento possivel). Note-se
que essa difersnca entre o comprimentos total e dtil
dos esbogos de chapa corresponde A soma do comprimento
das pontas do mesmo; ou seja; suas flechas sidximas,

Aproximadasente 300 esbocos foram testados durante
esta fase experimental. A tabela ] mostra os resultados da



splicacko deste processo de invencBo sobre o formato dos
esbocots de chapa, na forma da diferenca entre os
comprimentos dteis obtidos a partir do estado atua) da
técnica = os conseguidos aplicando-se © processo de
invengfo aqui descrito, estratificados por faiwa de
GRPESSUra.

! l
| Faixa de I Faiun de ! Profundidade | Diferenca i
| Espessura | Largura | do Chantro 1 (%) 1
| (om) | (am) 1 (mm) ! 1
! | { (| |
{=————— e e e oy e ot e e o e e e e e o o e e et e ]
| l 1 0,00 ! 0,00 1
I Bs00 { 1600 | - = - I
| ] | 3 1 2,38 I . 0,37 !
i £5,00 } 2700 | Rtalel bbbt b e b L e ———— H
§ i 1 3,00 i 0,71 H
{meem—a + - e 0 o e e e o e e e e e 2 2 i
| I | 0,00 | 0,00 i
| 29,01 | 1600 l v mandd —rmmeren-- ]
I a 1 ] { 2:00 I ~0,02 I
1 40,00 I B700 [memmrensvnenenfeconnnnsencns |
H H ! 3:,00 | ~8,34 H

TYabela 1I: Difarenca de comprimento itil, para determinadas
faixas de espassuras e larpuras, variando-se 3
profundidade do chantro splicado pelc presente processo de
invencfo.

Os dados da tabela 1 permitem constatar que,
considerando-se uma faixa de espessura de eshoco de chapa
final entre 8,0 ¢ 23,0 am, ¢ de largura entre 1500 ¢ 2700
mmy; a aplicacfo do pertil especial de espessura (chantro)
cos profundidade de 3,0 am no Jltimo passe do sstigio de
alargamento permitic um ganho de comprimenta dtil ne
esboco de chapa final da ordem de 0,70%. Este garho
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implicou no redamensionamento das placas gque darfo
origem 308 esbocos de chapa ftinais apds a3 laminaglo de
chapas grossas,; ou sejs; na redugcio de ssu cosprimento,
mantendo-se as demais dimensfes fixas. Isto significa que
este processo de invenclo levou a3 um Bsumento do
rendimento metdlico do processo de laminsclo de chapas
grossas; na wmedida em que 3 mesma quantidade de produto
final passou 3 ser conseguids com placas mais curtas e,
conteguentesente, de menor peso, implicando em sconomia de
matéria prima.

0 valor wmiximo de profundidade de chanfro @
determinado em funclio das dimensles do esboco de chapra ¢
das tuais limitaclies de velocidade do_paru!usn da cadeira
de 1laminacko de charas grossas, ou seis, da velocidade
méxima de deslocamento vertical dos cilindros de
laminaclo. Nos testes sfatuados; esta profundidade mixims
foi de 3,0 mms conforme mostra a tabela I. 0 efeito de
smaiores profundidades de chanfro sobre o grau de
retangularidade do formato do esboco final de chapa,
apds o processo de laminaclo de chapas grossas, somente
poderd ser avaliado quando a cadeira de laminaglo dispuser
de maior velocidade de acionamento do parafuso.

Por outro ladoy, a0 se considerar esbocos de chapa
tinais com espessura entre BY3,01 ¢ 40,00 m@ e largurs
entre 14600 ¢ B700 wmm; a tabela I mostra que a aplicacgko
deste processo de invenclo levou a um eteito contririo em
relagfio ao observado até o momentos ou seja, reducfo do
comprimento dti] do ssbogo tinal em relaclo ao conseguido
atravéis do estado atual da técnica. O que ocorrsu neste
caso ¢ «que este tipo de produto final, mais espesso,
apresenta senor difersnca de espessura em relagfo & placa
que lhe deu oripen. Desss modo, a0 se dplicar o estado
atual da técnica, as pontas que ocorrem neste esbogco de
chara final mais espesso n¥o apresentam formato de lingua
acentuado; umk vez que 0 grau de deformacfo total aplicado
durants o processo de laminaclo nlo foi tEo intenso quanto



v obscrvado nos produtos wsaic finos. Logoy o fluxo dre
sstal a0 longo do comprisento na repilio central do esbogo
nko ¢ tEo intenso e; desse modo, o esbogo de chapa final
apresenta forsato com selhor prau de retanpularidade; aop
se utilizar o estado atusl da técnica. Neste caso
especifico, a aplicaclo deste processo de invenclo fax
com que b distribuigfo de massa ao longo da largura do
esbogo de chapa se torne desfavorivel, concentrando-a nas
bordas do mesmd e levando ao aparecimento de pontas em
formato de rabo de peixe no esboto de chapa {inal, as
quais devem ser descartadas,; reduzindo o comprimento dtil
do esbogo.

A figura 7 wmostra o efeito da profundidade do
chanfro aplicado por este processo de invenclo so longo da
larpura original do esbo¢o de chapa, sobre o cosprimento
médio das pontas dos laminados (flechas), em funclo da
diferenca de espessura entre a chapa groesa obtida no
final da laminaclo (hy) e a espessura do esbogo de chapa
quando do tinel do estipio de alargpamento (hg). Essa
diferenca de espassura pode ser expressa de forma
satematicamente wmais conveniente astravis do “indice de
reducfo spds o0 estigio de alargamento” (IR), detinido pela
féraula 12
IR = logariteo neperiano (hg/hy) (1)

Conforse se pode observar s partir da figura 7, a0
se utilizar o estado atual da técnica (ou seja; chanfro
nulo ao Jongo da largura original do esbogp)s a sedida que
se aunenta o indice IR, o comprimento das pontas do esboce
2 serem descartadas ausenta. €= ocutras palavras; o srau
de retangularidade do formato do ssbogo de chapa obtido a0
final do processp de laminacBo de chapas grossas diminui,
implicando em reduclic do rendimento metidlico do processo.
A ftigura 7 mostra ainda que; 20 se utilizar este processo
de invenclio; no se aumsntar a profundidade do chantro,
menor serdk o descarte devido & {formacEo de pontas
irregularas no esboco de chapa, desde que IR seja superior
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240,

Considerando-se o atual pertil de produtos; o uso
deste processo de invenclo; stravés da aplicaclo de um
chanfro com profundidade igual a 3,0 mm nos eshogos de
chapa provenientes de placas lingotadas continuamente,
permite eavitar o desperdicio mensal de BE? toneladas de
aco por mlis. Essa ¢ 3 quantidade de material contids
nas pontas que Uaveriam ser descartadas dos esbocos de
chapa tinais, utilizando-se o atual estado da técnica. Com
a aplicaglo do atual processo de invenclo, as placas
lingotadas continuamente, que darfio origes aocs esbocos de
chapa, foram redisensionadas, tendo s2u comprisento
raduzido em 0y7X,mantendo~se o0 comprimento objetivado no
esboto de chapa final. Esse ausento de rendimento metdlico
corresponde a uma sconomia mensal estimada de UBS 30.000,
considerando-se & atual mistura de produtos fabricados.



Reivindicacles

i1- BISTEMA DE CORRECXO DE PONTAS EM LAMINACXO BDE
CHAPAS OGROSSAE PROVENIENTES DE PLACAS OBTIDAS POR
LINGOTAMENTOD CONTINUO, cujo objetivo central é aumentar o
grau de retangularidade do formato do esboco de chapa
cbtide por este processo de laminaglo, caracterizado por
ser o processo coumposto da aplicacko de um perti)
especial de espassura (chanfro) ao longo da 1largura
original do esbogo de chapa; sisultaneamente h splicacko
do ditimo pnili de deformaclo no estipio de alarpamento
do processo de. Il-lnncln ds chapas grossas.

e- BISTEHA DE CORRECXO DE PnNTAs EM LAMINACXO DE
CHAPAE OROSSAS PROVENIENTES DE PLACAS OBTIDAS POR
LINGOTAMENTO CONTINUD, de acordo com a reinvidicacko 1,
caracterizado pelo fato de que o perfi]l especial de
espessura (chanfro) aplicado ao lonso da largura original
do aesbogo de chapa, conforme as figuras 4 e 6, ¢
caracterizado por fazer com que o referido esbogco de
chapra apressnte maior espessura em suas bordas do que om
seu centro.

3- SISTEMA DE CORRECRD DE PONTAS EM LAMINACKD DE
CHAPAS OROBSAE PROVENIENTES DE PLACAS OBTIDAS POR
LINGOTAMENTO CONTINUD; de acordo com a reinvidicaclo §,
caracterizado pelo fato de o partil especial de sspessura
(chanfro) aplicado ao lonpo da largura de esbogo de chapa
aprasantar valor miximo de profundidade na regilio central
da largura, valor esse deterninado o arlicado
autoasticamente pelo wamicrocomputador que controlas o
sistema, em funclo do valor da larpura original do ssboso



de chapay, da velocideade de devlocsmento do parafuse da
cadeira de laminacko ¢ da velocidade dos cilindros de
laminagKo.

4- SIBTEMA DE CORRECXD DE PONTAS EM LAMINACXD DE
CHAPAS OROSSAS PROVENIENTEE DE PLACAS OBTIDASB POR
LINGOTAMENTO CONTINUDs de acordo com a reinvidicaclo 1,
caracterizado pelo fato da aplicaclo do pertil especial de
espessura (chanfro) nko produzir cargas de laminaglo acima
do valor miximo especitficado para a cadeira de laminagio
em qualquer momento durante a aplicacfo deste processo
de invenclo.
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Resump

Patente de Invenclo para SBISTEMA DE CORRECAD DL
PONTAS EM LAMINACKD DE CHAPAS GROSSAS PROVENIENTES DE
PLACAS OBT11DAS POR LINGDTAMENTO CONTIYNUO.

A palente de invenglio consisile em um pProcecso pars
awumentar o grau de relangularidade do formato de um
esbogo de chapa apds o final do processo de laminaclo de
thapas grossas, de msodo a aumentar seu compramento ti), a
partir do gqual slo cortadas chapas grossas, na forma de
produto’ final. ‘0 processo.consiste na aplacuciic de um
chaniro na largura priginal do esbogo de chapa, durante o
ditimo passe do eslipio de alargamento. Isto & {feito
através da movimentaclo vertical dos cilindros de
laminaclos alterando-se a disténcia entre eles de forma
correspondente ao chanfro desejado durante a laminaclo do
esboco de chapa. Esse chanfro redistribui a massa de metal
ao longo da largura oripinal do esbogo de chapa, alterando
o formato de suas pontas que se forsasm 3o se executar o
restante do processo de laminacl¥o de chapas grossas.
Conforme mostra a tabela 1, o0 presente processo de
invenclo atingiu os objetivos propostos quando se laminam
chapas grossas com espessura entre 6,0 ¢ 25,0 am,
utilizando-se profundidade mixima de chanfro igual a
340 am,
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